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*  —  *

La invención se re fie re  a una envuelta para compo­
nentes o combinaciones de componentes e lé c tr ico s  con alam­
bres de conexión que miran en l a  mismsr dirección , compues­
to de una lámina de m aterial s in té tico  term oplástico em- 
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endurecible en l a  zona de lo s  alambres de conexión. ¡
Los componentes e léc tr ico s  en el sentido de la  { 

invención con componentes activos y pasivos como por ejemplo) 
tra n sis to re s , condensadores, r e s is to re s , inductores, termis-) 
to res a s i  como combinaciones de estos componentes e lé c tr i-  
eos. ,

Por l a  DT-OS 1 764 266 es conocido un procedimieJ 
to  para envolver una carcasa m etálica para un componente eléc 
tr ic o , rodeándose la  carcasa m etálica con una lámina de ma­
te r ia l  s in té tic o  embutido. En éste  conocido procedimiento 
e l componente e stá  yá montado f i j o  en l a  carcasa.

Es cometido de la  presente invención indicar una i 
envuelta estanca a l a  humedad para componentes o combinacio­
nes de componentes e lé c tr ico s , l a  cual es independiente de le 
forma del elemento a envolver y perm itir una forma de fabrios 
ción barata.

Este cometido se coluciona según l a  invención 
en una envuelta estanca a la  humedad de l a  c lase  indicada 
a l  p rincip io , porque e l esp ad o  de relleno está  preconfor- } 
mado mediante la  lámina de m aterial s in té tic o . j

i
Con ésto se logra la  ventaja de que pueden envbl-j

í
verse componentes o combinaciones de componentes de cualquieij
tamaño sin  que se n ecesite  tener en cuenta l a s  flu c tu ac io n es!

!
en la s  dimensiones que puedan producirse por d iferen tes tole-j 
ran cias, y de que el espacio de relleno presenta siempre el 
mismo tamaño independientemente de e sta s  fluctuaciones de to­
lerancia.M ediante esto se estructura esencialmente más senci­
l l o  e l  vertido  del c ie rre  ya que la  cantidad de l a  resina ne­
cesitad a es igu a l en cada envuelta. Además de ésto  e l espacie 
de relleno conformado siempre permite e l  empleo de cantida-
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des de relleno lo  más pequeñas posib le , de manera que median­
te  ésto se p o s ib il ita  un considerable ahorro de costes.

Las láminas de m aterial s in té tico  term oplástioo ap- ' 
to s para embutirse son por ejemplo fo l io s  de policarbonato ! 
po lie tilen o , polipropileno o bien polisu lfona.

Según un perfeccionamiento de la  invención existen !
patas separadoras en el espacio de relleno.

Mediante ésta medida se consigue que por ejemplo a l
tra ta rse  de p is ta s  conductoras a ambos lados de c ircu ito s im­
presos la  soldadura líqu ida puede lle g a r  bien a l otro lado.

Para más a l ta s  exigencias 3a lamina de m aterial sin­
té tico  de la  envuelta estanca a la  humedad esta  desarrollado 
como lámina compuesta, por ejemplo policarbonato/propileno 
o fo l io  de material s in té tico  metalizado con aluminio. Median­
te  ésta configuración se tiene en cuenta la  circunstancia de 
que lo s  fo l io s  de m aterial s in té tico  que presentan una baja 
permeabilidad a la  humedad contraen a menudo só lo  una unión 
in su fic ien te  con una resin a de rellen o . El fo l io  compuesto 
puede e star  desarrollado de forma que fuera ex iste  una lámina 
seguro contra la  humedad y dentro ex iste  un fo l io  a l  que se ] 
adhiere bien la  resina de relleno . }

Al emplearse un fo l io  de m aterial s in té tico  c laro , [ 
incoloro, e l estampillado puede e s ta r  aplicado ya sobre e l j 
componente o bien sobre la  combinación de componentes. El d is ­
tin tiv o  está  de éste  modo aplicado con esp ecial seguridad ya 
que éste es lavab le.

En un.procedimiento para la  fabricación  de una envu^l 
ta  estanca a la  humedad para componentes o combinaciones de 
componentes e léc tr ico s  se equipa un marco soporte con varios 
componentes o combinaciones de componentes e lé c tr ic o s , enchu



fándose lo s  componentes o bien la s  combinaciones de componen­
te s  sobre elevaciones que existen en el marco soporte y sirven 
para la  formación previa del espacio de relleno , y a continua4 
ción se envuelven lo s  componentes o bien combinaciones de com-j- 
ponentes de modo conocido mediante una lámina de m aterial sin-¡- 
té t ic o  embutido. Una vez enfriado la  lámina embutida se quita! 
del marco soporte éste  juntamente con lo s  componentes se v ier­
te  e l espacio de relleno con una resina de relleno endurecibl^.t
Una vez endurecida la  resina de relleno se estampan o cortan 
individualmente lo s  componentes o combinaciones de componente^ 
envueltos.

Mediante e l procedimiento se garantiza un centráje au­
tomático de lo s  componentes o combinaciones de componentes,co­
mo también de lo s  alambres de conexión, respecto a lo s  contor-[- 
nos ex terio res, totalmente independiente de l a s  to leran cias 
en l a s  dimensiones exteriores de lo s  componentes o bien com­
binaciones de componentes a envolver. Además no son ya necesal 
r ío s  esp eciales marcos de relleno ya que el vertido puede efeci
tuarse  en l a  paleta  que se forma por el fo l io  de m aterial sin-j- 
té t ic o  con lo s  componentes o bien combinaciones de componentes 
envueltos que se encuentran dentro. Convenientemente se enchu­
fan sobre un marco soporte de 300 a 400 componentes o bien 
combinaciones de componentes que se vierten  también conjunta­
mente más tarde.

La invención se aclara con más d e ta lle  a base del d:.
bu jo .

La figu ra  1 muestra una sección de un componente 
eléctrico,acabado.

La figu ra  2 muestra una sección del marco soporte 
con componentes e léc tr ico s  que se encuentran sobre é l.
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La figu ra  1 muestra un componente e léctr ico  1 envuelto 
en acabado, con alambres de conexión 2 ,3. La envuelta consta 
de una lámina de m aterial sin té tico  4 term oplástico, embutido 
y una resina de relleno 5 endurecible en la  zona de lo s  alam­
bres de conexión 2 ,3 . En la  envuelta existen además patas d is­
tanciad oras 6 ,7 .

En l a  figu ra  2 está  representada una sección longitu­
dinal de la  placa soporte 8 con componentes 1 que se encuentra^ 
encima. En l a  placa soporte 8 existen elevaciones 9 que sirven 
para la  formación previa del espacio de relleno para la  resina 
de relleno 5. E l componente 1 se enchufa sobre e sta s  elevacio­
nes 9, pasándose lo s  alambres de conexión 2,3 por agujeros 10 
previstos para e llo  en e l soporte. E l proceso de embutición pró 
funda de la  lámina de m aterial s in té tico  4 se efectúa como es 
conocido calentando la  lámina y aspirando e l a ire  hacia abajo 
en la  dirección de la  flech a por agujeros 11 prev isto s para el 
en e l  soporte. Mediante ésto  la  lámina de m aterial s in té tico  4 
se ciñe sin  d e jar espacio intermedio a l  componente e léc tr ico  1 
a envolver. Una vez enfriado la  lámina de m aterial s in té tico  4 
se quita e l soporte 8. Luego pueden verterse lo s  espacios de re 
ileno formados previamente por la  elevación 9, y estamparse o 
3ien recortarse lo s  componentes envueltos.

En lugar del componente 1 representado en el dibujo 
pueden ser también combinaciones de componentes.

N O T A

30.

D escrita suficientemente l a  naturaleza del invento, 

a s i  como la  manera de re a liz a r lo  en la  p ráctica , debe hacerse 
constar que la s  d isposiciones anteriormente indicadas son sus-
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cep tib les de modificaciones de d e ta lle  en cnanto no alteren  i 
su principio fundamental. También se hace constar que e l in- ¡ 
vento corresponde a una so lic itu d  de patente presentada en  ̂
Alemania con el número P 23 04 412.4 de 30 de enero de 1973, ¡ 
acogiéndose por lo  tanto a lo s  beneficios que conceden lo s  '
Convenios Internacionales en vigor, siendo lo  que constituye 
l a  esencia del referido  invento, y por lo  que se so l ic i ta  ¡ 
PATENTE DE INVENCION por 20 años en España sobre: PERFECCIONA ¡ 
MIENTOS EN ENVUELTAS ESTANCAS A LA HUMEDAD PARA COMPONENTES 
ELECTRICOS, caracterizándose por lo  siguiente:

1 .-  Perfeccionamientos en envueltas estancas a la  hume­
dad para componentes e lé c tr ico s , a s i  como combinaciones de 
e llo s  con alambres de conexión que miran en la  misma dirección 
compuesto de una lamina de m aterial s in té tico  teim oplástico en. 
butido, de una pieza, y de una conexión de resina fundida en­
durecí ble en l a  zona de lo s  alambres de conexión, caracteriza­
dos porque e l espacio de relleno se conforma previamente medien
te  la  lámina de m aterial s in té tico . ¡

i
2 . -  Perfeccionamientos según la  reivindicación 1, ca- i 

racterizados porque se disponen en e l espacio de relleno pa­
ta s  d istan ciadoras.

3 . -  Perfeccionamientos según la  reivindicación 1 6 2  
caracterizados porque la  lámina de m aterial s in té tico  se desa­
r r o lla  como lámina compuesta.

4 . -  Perfeccionamientos en envueltas estancas a la  
humedad para componentes e lé c tr ico s , t a l  y como queda sustan­
cialmente d escrito  en la  presente Memoria, y en e l dibujo ad­
junto.

Esta Memoria consta de se is  hojas, e sc r ita s  a máquina
por una so la  cara.

§

Madrid, EMEJ974
SIEMENS AKTIENGESELLSEHAFT, de 
Berlín  y Münohen,
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